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Beschreibung 



Testvorrichtung sum Priifen eines Halbleiterbauteils mit Kon- 
taktflachen auf seiner Qberseite und seiner Unterseite und 
5 Verfahren zum Prtifen dies Halbleiterbauteils 





Die Erfindung betrifft eine Testvorrichtung zum Prtifen eines 
Halbleiterbauteils mit Kontaktf IMchen auf seiner Oberseite 
und seiner Unterseite. Ferner betrifft die Erfindung ein Ver- 
10 fahren zum Prufen des Halbleiterbauteils. Dazu weist die 

Testvorrichtung eine Testleiterplatte mit Kontaktanschluss- 
flachen auf, -auf der ein Testsockel montiert 1st. Der Tastso- 
ckel besitst einen Aufnahmesitz far die Aufnahme der Obersei- 
te des Halbleiterbauteils. Innerhalb des Bereichs 1 des Aufnah- 
15 mesitzes sind in dem Testsockel inner© Durchkontaktierungs- 

elemente zu der Testleiterplatte angeordnet, Mit diesen inne- 
ren Durchkontaktierungselementen werden die Kontaktf lachen 
der Oberseite des Halbleiterbauteils mit den Kontaktan- 
schlussf lachen der Testleiterplatte elektrisch verbunden. 
20 Daruber hinaus hat die Testvorrichtung einen Stempel zum A?i- ' 
drticken des Halbleiterbauteils auf die inneren Durchkontak- 
tierungselemente des Testsockels, 




25 



30 



Eine derartige Testvorrichtung 'fur Halbleiterbauteile mit* in- 
tegrierten Schaltungen ist aus der Druckschrift 
DE 102 '29 541 Al bekannt* Die bekannte Testvorrichtung weist 
ftinen Testsockel auf, aus dem Kont a kt elements herausragen und 
mit Federkontakten besLCivfcL sind, die mit Auftetnkontakten ei- 
ner integrierten Schaltung elektrisch kontaktierbar sind, Die 
bekannte Testvorrichtung hat den Nachteil, dass die su tes- 
tenden Halbleiterbauteile mit integrierten Schaltungen nur 
dann getestet werden konnen, wenn die zu kontaktierenden Kon- 
takte des Halbleiterbauteils einseitig auf einer Unterseite 
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des Halbleiterbauteils angeordnet sind, Sine Kantaktierung 
von Kontaktf l&chen auf beiden Seiten des Halbleiterbauteils, 
namlich auf seiner Oberseite und seiner Ruckseite, sind rait 
der bekannten Testvorrichtung nicht mSglich, Ein weiterer 
5 Nachteil der bekannten Testvorrichtung ist ihr komplexer Auf- 
bau, Mit dem komplexen Aufbau ist gleichzeitig eine grofle Um- 
rustzeit verbunden, die ein schnelles Umstellen der Testvor- 
richtung auf unterschiedliche Halbleiterbauteile behindert* 
Ferner sind die Kontaktelemente mit Federkontakten fur diese 
10 bekannte Testvorrichtung komplex aufgebaut und ihre Fertigung 
ist entsprechend kostenintensiv > 

'^Qtffc Aufgabe der Erfindung ist e-s, eine Testvorrichtung zum Prufen 

/^^r eines Halbleiterbauteils mit Kontaktf lachen auf seiner Ober- 

/ ^ 15 seite und seiner Ruckseite zu' schaf fen, wobei die Testvor- 
richtung mit kurzen Umriistzeiten auf unterschiedliche zu tes- 
tende Halbleiterbauteile umstellbar ist,. und federnde Kontak- 
tierungselemente aufweist, die preiswert herstellbar sind, 
und bei Bedarf schnell ausgewechselt werden kOnnen. 

20 

Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der unabh&ngigen An- 
spruche gel5st* Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
ergeben sich aus den abh&ngigen Ansprtichen, 

25 Erf indungsgemafi wird eine Testvorrichtung zum Prufen eines . 
Halbleiterbauteils mit Kontaktf l&chen auf seiner Oberseite 
und Kontaktf lachen auf seiner Ruckseite angegeben. Die Test- 
vorrichtung weist eine Testleiterplatte mit Kontaktanschluss- 
f lachen auf. Auf dieser Testleiterplatte ist ein Testsockel 
30 montiert* Der Testsockel besitzt einen Aufnahmesits fur die 

Aufnahme der Oberseite des zu testenden Halbleiterbauteils, ■ 
Zum res ten sind innerhalb des Bereichs des Auf nahmesitzes in- 
nere Durchkontaktierungselemente durch den Testsockel hih- 
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durch zu der Testleiterplatte angeordnet. Mit Hilfe dieser 
Durchkontaktierungselemente werden die Kontaktf lichen der 0- 
berseite des Halbleiterbauteils mit den Kontaktanschlussf li- 
chen der Testleiterplatte : elektrisch verbunden. Aufierdem be- 
5 sitzt die Testvorrichtung einen Stempel zum Aufdrttcken des 

Halbleiterbauteils auf die inneren Durchkontaktierungselemen- 
te das Testsockels* Neben den inneren Durchkontaktierungsele- 
menten weist der Testsockel auflere Durchkontaktierungselemen- 
te auf, die aufterhalb des Aufnahmesitzes fttr das Halbleiter- 
10 baiiteil angeordnet sind. Ober diese aufteren Kontaktierungs- 
elemente werden die Kontaktanschlussf lachen auf der Testlei- 
terplatte mit Kontaktflachen auf der Rtickseite des zu testen- 
den Halbleiterbauteils bei angedriicktem Stempel elektrisch 
verbunden. 
15 , 

Diese Testvorrichtung hat den Vorteil, dass mit dem Andrttcken 
des Stempels, sowohl die Kontaktflachen auf der Oberseite des 
HalbleiterbauteilsV als auch die Kontaktflachen auf der Un~ 
terseite des Halbleiterbauteils mit entsprechenden Kontaktan- 
20 schlussflMchen auf, der Testleiterplatte uber die aufteren und 
inneren Durchkontaktierungselemente des Testsockels verbunden 
werden. Ein weiterer Vorteil dieser Testvorrichtung ist in 
den Durchkontaktierungselementen selbst zu sehen, die ein 
xohrfSrmiges Mittelstuck aufweisen, das an seinen Enden Test- 
25 spitzen besitzt- Diese Testspitzen ragen aus den entsprechen- 
den Ober- und Unterseiten der Bauteilkomponenten f wie dem 
Testsockel, der Testvorrichtung heraus. Ferner sind diese 
Testspitzen durch Federelemente innerhalb des rohrf ormigen 
• Mittelstttcks der Durchkontaktierungselemente derart abgefe- 
30 dert, dass eine sichere Kontaktierung zwischen Kontaktf lMchen 
und Kontaktanschlussf lachen beim Andrticken durch den Stempel 
der Testvorrichtung erreicht werden kann. 
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In einer Ausf tthrungsform der Erfindung werden als Durchkon- 
taktierungselerrtente sogenannte "Pogo-Pins" eingesetzt. Die 
Abmessungen derartiger "£>ogo-Pins" sind der GrSfie der zu kon- 
taktierenden Kontaktf lachen und Kontaktanschlusef l&chen ange- 
5 pas st • Die LSnge des jeweiligen Mittelstucks der Durchkontak- 
tierungselemente ist der jeweiligen Dicke der entsprechenden 
Bauteilkomponente, wie dem" Testsockel oder dem Auf nahmesitz, 
angepasst. Deshalb sind die inneren Durchkontaktierungsele- 
mente karzer, als die aufteren Durchkontaktierungseiemente ixn 
10 Testsockel r weil die auBeren Durchkontaktierungselemente eine 
gro&ere Dicke das Testsockelbereichs tiberbrticken mttssen. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsf orm der Erfindung sind zwi- 
schen dem Stempel der Testvorrichtung und der Ruckseite des 
15 zu testenden Halbleiterbauteils ein Halteteil angeordnet* 

Dieses Halteteil ist ebenfalls mit Durchkontaktierungselemen- 
ten ausgestattet und wirkt mit einem Verdrahtungsteil, das 
zw is chen dem Stempel und dem Halteteil angeordnet ist, z'usam- 
men* Das Verdrahtungsteil weist in Richtung auf das Halteteil 
20 Umverdrahtungsleitungen auf* Diese Umverdrahtungsleitungen 

erstrecken sich von Positionen von Durchkontaktierungselemen- 
ten des Halteteils zu Positionen der fiufleren Durchkontaktie- 
rungselementen des Testsockels. Die Durchkontaktierungsele- 
mente des Halteteils sind bei angedrucktem Stempel elektrisch 
25 mit den Kontaktf lachen auf der Ruckseite des Halbleiterbau- 
teils verbunden- 

Somit ergibt sich ein Leitungspfad zum Testen der Rttckseiten- 
kontakte des Halbleiterbauteils,. uber die Durchkontaktie- 
30 rungs elemente des Halteteils zu den Umverdrahtungsleitungen 
des Verdrahtungsteils und von diesen Umverdrahtungsleitungen 
des Halteteils tiber die aufleren Durchkontaktierungselemente 
des Testsockels zu den Kontaktanschlussf lachen der Testlei- 
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terplatte. Mit diesem Aufbau ist eine zuverlassige Kontaktie- 
rung der Kontaktf lachen der Ruckseite des Halbleiterbauteils 
mSglich, sumal einerseits das Halteteil mit seinen Durchkon- 
taktierungselementen passgenau in das Verdrahtungsteil mit 
5 seinen Umverdrahtungsleitungen eingepasst ist, und das Ver- 
drahtungsteil seinerseits passgenau in den Stempel eingepasst 
ist. Durch entsprechend ausgebildete Aussparungen in dem 
Testsockel kann das Halteteil mit seinen Durchkontaktierungs- 
elementen passgenau auf die Ruckseite des Halbleiterbauteils 
10 aufgesetzt werden, 

Der Stempel ist derart konstrui.ert , dass er zu einem gleich- 
zeitigen Andrucken mehrerer unterschiedlicher Durchkontaktie- 
rungselemente . geeignet ist * Durch den Stempel konnen gleich- 
15 zeitig die Durchkontaktierungselemente auf die Kontaktf lachen 
der Rtickseite des Halbleiterbauteils und der aufteren Kontak- 
tierungselemente des Testsockels auf die Testleiterplatte so- 
wie der inneren Durchkontaktierungselemente des Testsockels 
auf die Testleiterplatte und auf Kontaktf lichen der Oberseite 
20 des Halbleiterbauteils aufgesetzt werden. Dazu kann der Stem- 
pel an einem Schwenkarm angebracht sein, Dieser Schwenkarm 
schwenkt den Stempel in eine Testposition, bei der der Stem- 
pel durch gleichzeitiges Andrttcken der Durchkontaktierungs- 
elemente an den vorgesehenen Kontaktierungsstellen der'Test- 
25 vorrichtung und des Halbleiterbauteils ein Testprogramm 
durchfuhren kann* 

In einer weiteren bevorzugten Ausf Uhrungsf orm der Erfindung 
ist das 'verdrahtungsteil an dem Stempel auswechselbar ange- 
30 .bracht. Das hat den Vorteil, dass bei einem Umriisteh der 

Testvorrichtung auf unterschiedliche Halbleiterbauteile ein 
entsprechendes Verdrahtungsteil mit entsprechend angepassten 
Umverdrahtungsleitungen an dem Stempel ohne grollen Seitauf- 
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wand ausgewechselt warden kann- Auch das Halteteil an dem 
Verdrahtungsteil 1st auswechselbar angebracht. Das hat den 
Vorteil, dass unterschiedliche Halteteile far unterschiedli- 
che Rtickseiten von Halbleiterbauteilen, mit ein und dern sel- 
ben Verdrahtungsteil ausgewechselt werden konnen, wenn dieses 
Verdrahtungsteil unterschiedliche Umverdrahtungsleitungsmu-- 
ster aufweist, urn Halteteile mit unterschiedlichen Positionen 
der Durchkontaktierungselemente aufzunehmen und anzuschlie- 



10 





Der Aufnahmesitz, der die aktiven Oberseite eines Halbleiter- 
bauteils aufnimmt, kann sine sentrale ttffnung ayfWAiRen, die 
einem optischen Sensorbereich des Halbleiterbauteils ent- 
spricht, und die von auBerhalb der Testvorrichtung zug&nglich 
15 ist. Eine derartige Offnung im Auf nahmesitz erm$glicht folg- 
lich, das-s der Sensorbereich des Halbleiterbauteils beispiels 
weise, von einer Bestrahlungsquelle auBerhalb der Testvor- 
richtung bestrahlt warden kann* Dazu weist die Testleiter- 
platte eine entsprechend angepasste Offnung auf , um die Be- 
20 strahlung zu einem optischen Sensorbereich des Halbleiterbau- 
teils durchzulassen.. 

Bin Verf ahren sum Priif en eines Halbleiterbauteils mit Kon- 
taktfl&chen auf seiner Gber- und seiner Ruckseite weist die 
25 nachfolgenden Verf ahrensschritte auf. ZunMchst wird eine 

Testvorrichtung, wie sie Oben beschrieben ist, zur Verfagung 
gestellt. Diese Testvorrichtung wird als nachstes mit einem 
Testsockel ausgerustet, der einen Auf nahmesitz auf weist, wel- 
ch er an das zu testende Halbleiterbauteil angepasst ist- Zu- 
30 satzlich wird der Stempel der Testvorrichtung mit einem Hal- 
teteil und einem Verdrahtungsteil ausgerustet, die an das zu 
testende Halbleiterbauteil, insbesondere an des sen Ruckseite, 
angepasst sind. Nach diesem Ausrusten der Testvorrichtung 
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wird der Testsockel der Testvorrichtung mit dem su testenden 
Halbleiterbauteil durch Aufbringen der Oberseite des Halblei- 
terbauteils auf den Aufnahmesitz des Testsockels bestttckt, 
Zur Durchfuhrung von Testverf ahren wird dann der Stempel mit 
angepasstem Verdrahtungsteil und Halteteil auf die Ruckseite 
des Halbleiterbauteils, unter Kontaktierung der fur einen 
Test vorgesehenen Kontaktf lichen auf der Oberseite und der 
Ruckseite des Halbleiterbauteils ,. mittels der Durchkontaktier- 
rungselemente der Testvorrichtung und der Herstellung von o- 
lektrischen Verbindungen su der Testleiterplatte, aufge- 
druckt. 




15 



20 



25 




30 



Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass mit wenigen Handgrif- 
fen die unterschiedlichsten Halbleiterbauteile mit Kontakt- 
flachen.oder Aufienkontakten auf ihrer Oberseite und ihrer 
Ruckseite getestet warden konnen. Dasu warden lediglich drei 
Komponenten der Testvorrichtung zur Anpassung an ein jeweili- 
ges Halbleiterbauteil ausgewechselt F namlich der ftufnahmesitz 
des Testsockels, das Verdrahtungsteil und das Halteteil des 
Stempels. Der Aufbau dieser Bauteilkdmponenten der Testvor- 
richtung ist aufgrund der verwendeten Durchkontaktierungsele- 
mente preiswert und der Zeitaufwand fur ein Umrusten ist e- 
benfal^ls gegenuber herkommlichen Testvorrichtungen vermih- 
dert* Sorrtit lassen sich mit dieser Testvorrichtung Halblei- 
terbauteile preisgunstig testen. 

Zusammenfassend ist f estzustellen, dass mit der erf indungsge- 
maften Testvorrichtung ein einf aches Kontaktieren von Korvtakt- 
flachen auf beiden Seiten eines Halbleiterbauteils mittels 
"Pogo-Pins", die einerseits im Testsockel Integriert sind, 
und andererseits in einem Halteteil, das auch Kontaktnest ge- 
nannt wird, moglich wird. Der Testsockel kann dasu auf eine 
darunterliegende Testleiterplatte geschraubt sein, uber wel- 
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che die Priif programme fur das jeweilige Halbleiterbauteil ab- 
gearbeitet warden. Fur einen Test kann das Halbleiterbauteil 
in dem Aufnahmesitz des Testsockels gefuhrt werden, oder 
durch eine entsprechende Aussparung in dem Halteteil des 
Stempels gehalten zu werden. Ferner kann die Testleiterplatte 
auch mehrlagig ausgebildet sein, urn eine hohe Anzahl an Kon- 
taktanschlussflachen far das Anschlieften einer entsprechend 
hohen Anzahl von Kontaktf lachen eines Halbleiterbauteils zu 
ermoglichen. 



10 





Die Erfindung wird nun anhand.der beigefugten Figur naher er- 
lautert. Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
eine Testvorrichtung 1 einer Ausfuhrungsf orra der Erfindung. 

15 In Figur 1 besteht die Testvorrichtung aus zwei Einheiten, 

einmal einer Testleiterplatte 6 auf der ein. Testsockel 8 an- 
geordnet ist, unci einem 'Stempel 11, der ein Verdrahtungsteil 
16 und ein Halteteil 14 tragt. Die beiden Telle der Testvor- 
richtung 1 konnen entgegen der pf eilrichtung A auseinanderge- 
20 fiihrt werden, und geb.en dann den Weg frei fur das Bestucken 

des Testsockels 8 mit einem zu testenden Halbleiterbauteil 2. 

Zur Aufnahme des Halbleiterbauteils 2 weist der Testsockel 8 
einen Aufnahmesitz 9 auf. Dieser Aufnahmesitz 9 ist so ge- 
25 staltet, dass das Halbleiterbauteil 2 passgenau in den Auf- 
nahmesitz 9 eingepasst werden kann, Im Eereich des Aufnahme- 
sitzes 9 sind innere Durchkontaktierungselemente 10- angeord- 
net, die eine Verbindung zwischen Kontaktanschlussf lachen 7 
der Testleiterplatte 6 und Kontaktf lachen 3 auf der aktiven 
30 Oberseite 4 eines Halbleiterbauteils 2 herstellen. Bei dem 
gezeigten Beispiel der Figur 1 wird ein Sensorbauteil der 
.Testvorrichtung 1 getestet. Dazu weist die Testvorrichtung 1 
sowohl in der Testleiterplatte 6, als auch in dem Aufnahme- 



A 
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sit* 9 eine Offnung 24 auf , die mit ihrer Grolie einem Sensor- 
bereich 25 des Sensorbauteils entspricht > 

Der Testsockel 8 weist neben den inneren Durchkontaktierungs- 
5 elements 10 im Bereich des Auf nahmesitzes 9 auflere Durchkon- 
taktierungselemente 12 aufcerhalb des Bereichs des Aufnahme- 
sitzes 9 auf » Die Durchkontaktierungselemente 10 und 12 be- 
stehen axis einem rohrfSrmigen Mittelsttick 20 mit den Enden 21 
und 22. In dem rohrfbrmigen Mittelstiick 20 ist ein Federele- 
10 ment angeordnst, das Testspitzen 18 und 19 an den Enden 21 

und 22 eines derartigen Durchkontaktierungsstif tea 17 derart 
nachgiebig abfedert, dass eine Kontaktierung zwiachen Kon- 
taktanschlussflachen der Testleiterplatte 6 und entsprechen- 
den Kontaktfl&chen 26 des Verdrahtungsteils 16 mGglich ist. 
15 

Die Kontaktierung kommt jedoch erst zustande, wenn der Stem- 
pel 11 mit dem Verdrahtungsteil 16 in ftichtung A auf die 
Ruckseite 5 des Halbleiterbauteils 2 gedruckt wird, Bei die- 
sem Andrucken werden gleichzeitig Durchkontaktierungselemente 
20 13 im Halteteil 14 des Stempels 11 mit Kontaktfiachen 3 auf 
der Riickseite 5 des Halbleiterbauteils 2 verbunden. Um diese 
Durchkontaktierungselemente 13 des Halteteils 14 mit den Su- 
Beren Durchkontaktierungselementen' 12 des Testsockels 8 zu 
verbinden, weist das Verdrahtungsteil 16 Umverdrahtungslei- 
25 tungen 15 auf , die sich von den Positionen der Durchkontak- 
tierungselemente 13 des Halteteils 14 zu den Positionen der 
auBeren Durchkontaktierungselemente 12 des Testsockels 8 
erstrecken, 

30 .Mit dem Andrucken des Stempels 11 in Richtung A nimmt der 

Stempel 11 eine Testposition 23, wie sie Figur 1 zeigt, ein 
und sorgt dafur, dass sowohl die Oberseite 4, als auch die 
Riickseite 5 mit ihren Kontaktfiachen 3 des Halbleiterbauteils 
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2 mit den Kontaktanschlussf lachen 7 der Testleiterplatte 6 
verbunden sind. Dazu i$t das Verdrahtungsteil 16 in den Stem- 
pel 11 eingepasst, und das Halteteil 14 im verdrahtungsteil 
16 eingepasst. Andeserseits ist .der Testsockel 8 auf der 
5 Testleiterplatte 6 fixiert und der Aufnahmesitz 9 ist in den 
Testsockel 8 eingepasst und weist einen Ansatz auf, in den 
das Halbleiterbauteil 2 seinerseits depart eingepasst werden 
kann, dass eine zuverlassige Kontaktierung mit den inneren 
Durchkontaktierungselementen 10 im Bereich des Aufnahmesitzes 
10 9 mSglich wird. 
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Bezugszeichenliste 

1 Testvorrichtung 

2 Halbleiterbauteil 
5 3 Kontaktflache 

4 Oberseite dss Halbleiterbauteils 

5 RUckseite des Halbleiterbauteils, 

6 Testleiterplatte* 

7 Kontaktanschlussflachen 

10 8 Testsockel 

9 Aufnahmesitz 

10 irinere Durchkontaktierungselemente 
jmg^ 11 Stempel 




12 auBere Durchkontaktierungselemente 

15 13 DurchkontaktierungseTemente des Halteteils 

14 Halteteil 

15 umverdrahtungsleitungen 

16 ■ Verdrahturxgsteil 

1 7 Dur ch kont a kt i e rungs s t i £ t e 
20 18 Testspitze 

19 Testspitze 

20 rohrfSrmiges Mittelstuck 

21 Ende des Mittelstticks 

22 Ende des Mittelstiicks 
25 23 Testposition 

24 zentrale Offnung 

25 Sensorbereich 
2 6 Kont akt f lachen 

30 A Pfeilrichtung 
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Patentanspriiche 

1. Testvorrichtung zum Prtifen eines Halbleiterbauteils (2) 
mit Kontaktf lachen (3) auf seiner Oberseite (4) und Kon- 
5 taktflachen (3) auf seiner Ruckseite (5), wobei die 

Testvorrichtung (D eine Testleiterplatte (6) mit Kon- 
taktanschlussf lachen (7) aufweist, auf der ein Testso- 
ckel (8) montiert 1st, und wobei der Testsockel (8) ei- 
nen Aufnahmesitz (9) fur die Aufnahme der Oberseite (4) 
10 des Halbleiterbauteils (2) aufweist, und wobei innerhalb 

des Bereichs des Aufnahmesitzes (9) innere Durchkontak- 
tierungselemente (10) durch den Testsockel (8) zu der 
£^gyp^ Testleiterplatte (6) angeordnet sirid, urn die Kontaktf la- 

chen (3) der Oberseite (4) des Halbleiterbauteils (2) 
15 mit den Kontaktanschlussf lachen (7) der Testleiterplatte 

(6) elekt risen zu verbinden, und wobei die Testvorrich- 
tung (1) weiterhin einen Stempel (11) zum Aufdrucken des 
Halbleiterbauteils (2) auf die inneren Durchkontaktie- 
rungselemente (10) des Testsockels (8) aufweist, 
20 dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

(12), die auilerhalb des Aufnahmesitzes (9) angeordnet 
sind, aufweist, Uber welche Kontaktanschlussf lachen (7) 
auf der Testleiterplatte (6) mit Kontaktf lachen (3) auf 
25 der Ruckseite (5) des zu testenden Halbleiterbauteils 

(2) , bei angedriicktem Stempel (11) elektrisch in Verbin- 
dung sind. 

2. Testvorrichtung nach Anspruch 1, 
30 dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

bei angedrucktem Stempel (11) die Kontaktf lachen (3) der 
Ruckseite (5) des Halbleiterbauteils (2) tiber Durchkon- 
taktierungselemente (13) eines Halteteils (14) und iiber 



Mm. 

W 
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Umverdrahtungsleitungen (15) eines Verdrahtungsteils 
(16) r sowie uber die au&eren Durchkontaktierungselemente 
(12) im Testsockel (8) mit Kontaktanschlussf lachen (7) 
auf der Testleiterplatte (6) elektrisch in Verbindung 
5 sind. 

3 . Testvorrichtung nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
der Stempel (11) in Richtung (A) auf die Riickseite (5) 

10 des zu testenden Halbleiterbauteils (2) das Verdrah- 

tungsteil .(16) und das Halteteil (14) mit Durchkontak- 
' tierungselementen (13) zum Kontaktieren der Kontaktf la- 
chen (3) auf der RUckseite (5) des Halbleiterbauteils 
(2) aufweist. 

15 

4. Testvorrichtung nach. Anspruch 2 oder Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
das Verdrahtungsteil (16) des. Stempels (11) Umverdrah- 
tungsleitungen (15) von den Posit ionen der Durchkontak- 
tierungselemente (13) des Halteteils (14) zu Positionen 
der aufieren Durchkontaktierungselemente (12) im Testso- 
ckel (8) aufweist. 

5. Testvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch. gekennzeichnet, dass 

die Durchkontaktierungselemente (10-, 12, 13) Durehkon- 
taktierungsstifte (17) aufweisen, die federnd gefuhrte 
Testspitzen (18, 19) besitzen, welche aus einer ■ Obersei- 
te und> einer der Oberseite gegemiberliegenden Unterseite 
der jeweiligen Bauteilkomponente der Testvorrichtung (1) 
herausragen. 




20 



25 




30 
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6. Testvorrichtung nach ainem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Durchkontaktierungselemente (10, 12, 13) ein rohr- 
fSrmiges Mittelstiick (20) aufweisen, das Testspitzen 
5 (IS, 19) an seinen Bnden (21, 22) aufweist, wobei ein in 

dem Mittelstuck (20) angeordnetes Federelement die Test- 
spitzen (18, 19) elastisch abfedert. 

7. Testvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
10 dadurch gekennzeichnet, dass 

der Stempel (11) zum gleichzeitigen Andrucken 

der ' Durchkontaktierungselemente (13) auf die Kon- 
taktflachen (3) der Ruckseite (5) des Halbleiter- , 
bauteils (2) und 
15 - der Sufteren Durchkontaktierungselemente (12) des 

Testsockels (8) auf die Testleiterplatte (6) sowie 
der inneren Durchkontaktierungselemente (10) des 
Testsockels (8) auf die Testleiterplatte (6) und.. 
auf die Kontaktflachen (3) der Oberseite (4) des 
20 Halbleiterbauteils (2) 

konstruiert ist. 

8. ' Testvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche,' 

dadurch gekennzeichnet, dass 

der Stempel (11) an einem Schwenkarm angebracht ist, der 
den Stempel (11) in eine Testposition (23) schwenkt, in 
welcher der Schwenkarm mit dem Stempel (11) derart aus- 
gerichtet ist, dass ein gleichzeitiges Andrucken der 
Durchkontaktierungselemente (10, 12, 13) an den vorgese- 
30 henen Kontaktierungsstellen der Testvorrichtung (1) und 

des Halbleiterbauteils (2) erfolgt. 
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9. Testvorrichtung nach einem der Anspriiche 2 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet f dass 

das Verdrahtungsteil (16) an dem Stempel (11) auswech- 
selbar angebracht ist» 

5 

10. Testvorrichtung nach -einem der Anspriiche 2 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet , dass 

das Halteteil (14) an dem Verdrahtungsteil (16) auswech- 
selbar angebracht i$t„ 

10 

11. Testvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche/ 
dadurch gekennzeichnet , dass 
der Aufnahmesitz (9) eine sentrale Offnung (24) auf- 
weist, die einem optischen Sensorbereich (25) des Halb- 

15 leiterbauteils (2) entspricht und die von aufierhalb der 

Testvorrichtung (1) zugSnglich 1st* 



C 




12. Testvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprttche, 
dadurch gekennzeichriet, dass 

20 die Offnung (24) eine Bestrahlungsof f nung 1st, die eine 

Bestrahlung des Halbleiterbauteils (2) ermtfglicht- 

13. Verfahren zum Prttfen eines Halbleiterbauteils (2) mit 
Kontaktflachen (3) auf seiner Oberseite (4) . und seiner 

25 Riickseite (5), wobei das Verfahren folgende Verfahrens- 

schritte aufweist, 
1 - Bereitstellen einer Testvorrichtung (1) gemMft einem 
der Anspriiche 1 bis 1; 

Ausriisten der Testvorrichtung (1) mit einem Testso- 
30 ckel (8) / der einen an das zu testende Halbleiter- 

bauteil (2) angepassten Aufnahmesitz (9) aufweist 
und mit einem Stempel (11) der ein Halteteil (14) 
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und ein Verdrahtungsteil (16) aufweist, die an das 
zu testende Halbleiterbauteil (2) angepasst sind; 

- Bestucken des Testsockels (8) der Testvorriehtung . 
(1) mit dem zu testenden Halbleiterbauteil (2), 

5 durch Aufbringen dec Oberseite (4) des Halbleiter- 

bauteils (2) auf den Aufnahmesitz (9) des Testso- 
ckels ( 8 ) ; 

- Aufdrucken des Stempels (11) mit Verdrahtungsteil • 

(16) und Halteteil (14) auf die Ruckseite (5) des 
10 Halbleiterbauteils (2) unter Kontaktierung _ der far 

einen Test vorgesehenen Kontaktf lachen (3) auf der 
Oberseite (4) und der Ruckseite (5) des Halbleiter- 
bauteils (2) mittels der Durchkontaktierungselemente 
(10/ "12, 13) der Testvorriehtung (1) unter Herstel- 
15 len von elektrischen Verbindungen zu der Testleiter- 

platte (6) . 
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Z u s ammenf a s s ung 



Testvorrichtung zum Priifen eines Halbleiterbauteils mit Kon- 
taktflachen auf seiner oberseite und seiner Unterseite und 
5 Verfahren. zum Priifen des Halbleiterbauteils 

Die Erfindung betrifft eine Testvorrichtung (1) zum Prufen 
eines Halbleiterbauteils (2) mit Kontaktf lachen (3) auf sei- 
ner Oberseite (4) und seiner Ruckseite (5) und ein Verfahren 
10 zum Prtifen des Halbleiterbauteils (2). Dazu weist die Test- 
vorrichtung (1) einen Testsockel (8) auf, der auf einer Test- 
leiterplatte (S) montiert 1st. Ober innere Durohkontafctie- 
•/"'^^^ rungselemente (10) des Testsockels (8) konnen Kontaktf lachen 
^ (3) auf dsr oberseite (4) des Halbleiterbauteils (2) getestet 
15 werden. Die Kontaktf lachen (3) auf der Rtickseite (5) des 

Halbleiterbauteils (2) konnen mit Hilfe auflerer Durchkontak- 
tierungs element e (12) die aufcerhalb des Aufnahmesitzes (9) 
• angeordnet sind, ftir ein Prttfen des Halbleiterbauteils (2) 
angeschlossen werden. 



20 



[Figur 1] 
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